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kingston.com/emcp

eMCP

A solucao perfeita de armazenamento integrado com baixo
consumo de energia para dispositivos moveis com re stricao
de espaco, loT e aplicativos integrados

A Kingston oferece uma série de componentes eMCP padrao JEDEC. O eMCP integra
armazenamento em Cartdo Multimidia Integrado (esMMC) e DRAM Low-Power Double
Data Rate (LPDDR) em um Pacote Multi-Chip (MCP) com um pequeno formato. Esta solucao
oferece maior integracao, reduzindo o tamanho geral. O eMCP é a combinacao ideal de

armazenamento e componente de memadria para sistemas com espaco restrito como
smartphones, tablets, wearables (vestiveis) e varios dispositivos loT (Internet das coisas).
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BENEFICIOS PRINCIPAIS

- Solugdes flash NAND gerenciadas que simplificam o design e o - DRAM com baixo consumo de energia reduz o consumo geral

manutencao do produto com uma interface eMMC padréo do setor. de energia, tornando o eMCP uma solugdo perfeita para muitos
Isso reduz significativamente a complexidade do design e o ciclo de aplicativos alimentados por bateria, como wearables e produtos
qualificacéo. loT moveis.

- A combinacdo de memoria e armazenamento altamente integrada + Reducdo da complexidade da Lista de Materiais com diminuigcao
reduz o espago no design do sistema, tornando o eMCP uma no numero de componentes.

solucéo ideal para aplicativos de formato pequeno.
- Vérias configuracdes de firmware disponiveis para melhor

se ajustar as suas necessidades de aplicativos em termos de
desempenho, energia e vida util.

SEGMENTOS DE MERCADO CODIGOS DO PRODUTO E ESPECIFICACOES eMCP

eMCP baseada em LPDDR3

»

Cédigo do Temperatura
04EMO04-N3GMB27 4 4 5.0 LPDDR3 | 11,5x13,0x1,0 221 | -25°Ca+85°C
08EMO08-N3GML36 8 8 5.1 LPDDR3 11,5x13,0x1,0 221 -25°C a +85°C
1BEM08-N3GTB29 16 8 5.1 LPDDR3 | 11,5x13,0x1,0 221 | -25°C a+85°C
16EM16-N3GTB29 18 16 5.1 LPDDR3 | 11,5x13,0x1,0 221 | -25°C a+85°C
32EMIB-N3GTX29 32 16 5.1 LPDDR3 | 11,5x13,0x1,0 221 | -25°Ca+85°C
32EM32-N3HTX29 32 32 5.1 LPDDR3 | 11,5x13,0x1,] 221 | -25°Ca+85°C
B4EM32-N3HTX29 64 32 5.1 LPDDR3 | 11,5x13,0x1,1 221 | -25°Ca+85°C

Vestiveis

eMCP baseada em LPDDR4x

Temperatura

produto de operacao

04EM08-M4EMB27 4 8 5.1 LPDDR4x 8x9,5x0,8 149 | -25°C a +85°C

16EM16-M4CTB29 16 16 5.1 LPDDR4x | 11,5x13,0x1,0 254 | -25°C a +85°C

32EM16-M4CTX29 32 16 5.1 LPDDR4x | 11,5x13,0x1,0 254 | -25°C a +85°C

Aceleradores IA

32EM32-M4DTX29 32 32 5.1 LPDDR4x | 11,5x13,0x1,0 254 | -25°C a+85°C

B4EM32-M4DTX29 64 32 5.1 LPDDR4x | 11,5x13,0x1,0 254 | -25°C a+85°C

128EM32-M4DTX29 | 128 32 5.1 LPDDR4x | 11,5x13,0x1,1 254 | -25°C a +85°C
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